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  Adhesion strength between epoxy resin and copper alloy lead-frame was improved using silver 
layer electrodeposited from acid aqueous solution. Surface roughness of silver layer electrodeposited 
on copper alloy lead-frame was controlled by the electrodeposition current density. The surface 
roughness of silver layer electrodeposited from acid aqueous solution was increased up to 2.11 µm, 
while that electrodeposited from cyanide aqueous solution was around 0.9 µm. The adhesion strength 
between epoxy resin and copper alloy lead-frame with silver layer was increased to 5.86 MPa with 
increasing the surface roughness of silver layer up to 1.69 µm. Copper alloy lead-frame with silver 
layer, which has the surface roughness more than 1.15 µm, showed a conventional level of die bonding 
and wire bonding properties. 
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査した。本研究では、25 ㎜×25 ㎜×0.5 ㎜の銅合金（Ni: 






























直径 13 ㎜、高さ 17 ㎜の円柱状の樹脂（SiO2: 67%, エ





















































れた銀めっき（12.5 mA/cm2 - 2min）、(C)：ノンシアン












めっき（12.5 mA/cm2 - 2min）、(c)：ノンシアン浴から














4Ag + O2 → 2Ag2O   (1) 
4Cu + O2 → 2Cu2O   (2) 
2Cu + O2 → 2CuO   (3) 
4/3Al + O2 → 2/3Al2O3   (4) 
 
また、上記反応(1)～(4)の標準自由エネルギー⊿G0 /J
は温度を T/K とすると次式で表わされる。 
 
⊿G0 /J=－56240＋121.26T   (5) 
⊿G0 /J=－334800＋144.8T   (6) 
⊿G0 /J=－311700＋180.34T   (7) 
⊿G0 /J=－1117170＋209.95T  (8) 
 
さらに標準自由エネルギー⊿G0 /J は気体定数を R 











表わされる。縦軸を logPO2、横軸を 1/T で表わし、上

























































mA/cm2 -  2min, B: 2.5 mA/cm2 – 1 min, C: 0.25mA/cm2 
- 20 min, D: 12.5 mA/cm2 - 2min, E: 1.25 mA/cm2 – 20 
min, F: 2.5 mA/cm2-20 min）で作製した。ただし、スト
ライク銀めっき条件は、電流 1.25 mA/cm2 で 20 分間行
った。Fig.12 に得られた銀めっき試料の表面外観写真
を示す。これらの 6 種類の銀めっき試料に対して、以
下に記すダイボンディング条件（温度 460℃, 加重 45g, 
時間 500ms）およびワイヤボンディング条件（温度






























Fig.13  6 種類のダイボンディング試料の表面外観写
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粗さ Ra が約 1.7µm で最大密着強度約 4MPa を示し、
その前後では密着性が減少する傾向が得られた。また、
シアン浴から得られた銀めっき膜の表面と樹脂との密







mA/cm2 で 20 分間行い、次に、本めっきを 2.5 mA/cm2
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